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Fotoätzverfahren 
Doppelseitige LP   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Spülen und trocknen (Pressluft) der LP 
Nach dem Ätzen wird die LP im fließendem Wasser gespült, für 10min ins Wasserbad gelegt und danach getrocknet. 

Entwickeln der LP 
In der Entwicklerschale Ätznatron    

7-10g/Liter H²O 
 
 

Spülen mit H²O 
 

Belichten des 
Basismaterials 

mit Film im Belichtungsgerät  
2:30min 

Grobzuschnitt  mit 
Schlagschere 

Die Fläche des Basismaterial 
möglichst gut ausnützen 

Auswahl des 
Basismaterials   

doppelseitig  
Basismaterial FR4 

Ätzen der LP 
 

Im Ätzgerät mit FeIIICl (4kg FeIIICL auf 10 l Wasser)  

Optische Kontrolle: belichtete Flächen müssen sich matt braun verfärben (Ja, Nein)  
Der Ätzvorgang wird solange fortgesetzt bis bei allen belichteten Flächen das Cu aufgelöst sind. 

 
 

Spülen mit H²O 

Bohren (automatisch / manuell), zuschneiden und entgraden der LP 
Nun werden alle weiteren Bohrungen mit der CNC-Bohrmaschine gebohrt. 

Danach fehlende Bohrungen werden auf der Bohrmaschine manuell gebohrt, mit der Kreissäge und dem Schleifbock wird die LP auf das geforderte Endmaß gebracht. 
  

Belichten der Leiterbahnen auf der LP  
Die LP wird nochmals ohne Film 2 Minuten belichtet, damit der Fotolack schneller im Ätznatronbad  entfernt werden kann. 

Fotolack strippen  (Lack entfernen) 
Der Fotolack wird im Ätznatronbad (60g Ätznatron auf 1 L Wasser) entfernt. 

LP im Wasser spülen, 10min ins Wasser legen und trocknen (Trocknungskammer) 

Oberflächenveredelung (chem. Zinn) 
5min 

Ja 

Nein 

Mit der Raster-Plotter wird 
die Filmvorlage im Maßstab 

1:1 geplottet. 

Film entwickeln (1min) 
(1L Wasser, ½ L Entwickler) 

 
 

Film spülen mit H²O (1min) 
 
 

Film fixieren (1min) 
(1L Wasser, ½ L Fixierer) 

 
 

Film spülen mit H²O (1min) 
 
 

Film trocknen 
(Trocknungskammer) 

 

Eckbohrungen der Platine 
mit der  

CNC-Bohrmaschine 
automatisch bohren 

(nur ∅∅∅∅ 0.5mm) 

Spülen in H²O und trocknen (mit Pressluft) 

Mit Wasser abspülen und sofort trocknen ���� Auslieferung 

Qualitätskontrolle (optisch – mechanisch)  
Endmaß, Bohrungen, Kurzschlüsse, Unterbrechungen 

Qualitätskontrolle (optisch – chemisch) 
 Kurzschlüsse (wegkratzen), Unterbrechungen (Edding) 

Qualitätskontrolle durch Fachlehrer 
 


